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ANLAGEN- UND MASCHINENBAU

Hochleistungs IPC mit intelligentem Warmemanagement

Hochwertige Inspektionssysteme fur Inspektionsaufga-
ben in der Elektronikfertigung mussen verschiedensten
Anforderungen gerecht werden und bendtigen je nach
Anwendungsfall sehr performante Industrie PCs (iPCs)
mit leistungsstarken Prozessoren.

Fur einen seiner Kunden konzipierte HEITEC basierend
auf einem Standard iPC-Gehause einen Hochleistungs-
iPC mit Langzeitverfugbarkeit als Kontrolleinheit fur einen
Baugruppentester. Die besondere Anforderungen der
Zielapplikation lagen in einem effektiven Warmemanage-
ment bei hoher Packungsdichte und gleichzeitig einzu-
haltenden strikten EMV-Richtlinien Da das Motherboard
mittig im 19 Zoll breiten und 3 HE hohen iPC-Gehause
angebracht war und hier aufgrund der hohen Prozessor-
leistung am meisten Warme erzeugt wird, stellte HEITEC
auf ein neues LUfterkonzept um, bei dem die LUfter von
auBen in die Mitte verlagert wurden. Dadurch konnten alle
kritischen Bauelemente auf dem Motherboard sehr fokus-
siert mit Kahlluft versorgt werden, um diese hot spots
bestmdglich zu entscharfen.

Fur die Befestigung der Lufterklappen wurden Randel-
schrauben verwendet, die werkzeuglos bedienbar sind,

was die Wartbarkeit deutlich vereinfacht - auBerdem wur-
den die Kabelfuhrungen angepasst und die Halterungen
fur die bendtigten SSD-Karten so konzipiert, dass auch
sie werkzeuglos herausnehmbar sind. Diese Anderungen
ermdglichen weiterhin ein einfaches Nachristen im Be-
darfsfall.

Um eine beschleunigte Herstellung zu ermdglichen, lieB
sich HEITEC etwas Besonderes einfallen. Die Montage-
platte, auf welcher das Mainboard montiert wird, wurde
so angepasst, daB es von unten, also durch das Boden-
blech des Gehauses, verschraubt werden kann und nicht
wie Ublich von der Geh&useinnenseite. Das versetzt den
Kunden in die Lage, die Endmontage mit Motherboard,
eigenen I/O und PCI-X-Karten als eine Einheit zu montie-
ren und dies parallel zur Gehdusemontage vorzunehmen.
Dies gilt auch im Umkehrfall fur die Demontage des Ge-
hauses und fur nétige Wartungsarbeiten.
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ELEKTRONIK

Innovatives Gehausekonzept

Von HEITEC konzipiertes und gefertigtes Gehause fur den Die neue Anordnung der Lufter im HEITEC-Gehause ermdg-
Einsatz als Baugruppen-Test-Equipment einschlieBlich an- licht ein intelligentes Warmemanagement
wendungsspezifischer Elektronik

Technische Kurzbeschreibung

> Industrie PC mit Hochleistungs-Motherboard .
Kundenvorteile

> ATX-Stromversorgung, 600 W
Einfaches Nachrusten des Systems im Bedarfsfall

> 4 zusétzliche Axiallufter
Hohe Wartungsfreundlichkeit durch einfache handische

> Montageplatteverschraubung durch Bodenblech Seafenseret

> Frontseite komplett und Ruckseite im /O Bereich lackiert

Einfache Endmontage beim Kunden durch innovatives
in RAL 9005

Verschraubungskonzept fur die Montageplatte

niedriger Gerauschpegel

Optimiertes Warmemanagement

Maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf
Langzeitverfugbarkeit

Kostenoptimierte Kundenlésung
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